
附件3：
综合评审表

	序号
	评审
项目
	评审标准
	证明

材料
	分值
	单位A
	单位B
	单位C

	1
	同类业绩情况
	根据本项目具体服务需求，对投标单位近期服务项目经验，进行打分：

近三年（自2020年1月1日起至本项目公告截止日期）具有以下服务项目案例的，满分15分：

1、半导体/集成电路产业研究或半导体/集成电路园区策划、产业规划、尽职调查报告等，1个得5分，满分10分；
2、其他产业类型的产业研究、园区策划、空间策划或物业策划类，1个得1分，满分5分。
注：案例的服务内容需提供合同或中标通知书扫描件，同一项目不重复计分。
	提供相应合同文件，并加盖公章
	15分
	
	
	

	2
	团队成员配置评分
	根据拟派本项目项目经理（负责人）及项目团队的从业经验、个人资质、专业背景等情况，进行打分：

1、项目负责人：（满分5分）

（1）自2020年1月1日起，同时具备半导体/集成电路产业研究、产业规划经验，1个项目得1分，满分2分。

（2）具备10年以上半导体/集成电路相关行业从业经验且自2020年1月1日起具备5个以上半导体/集成电路产业研究或半导体/集成电路园区开发研究或行业培训项目负责人经验得2分，5个＞项目经验≥3个得2分，其余不得分。

（3）有产业研究、半导体/集成电路项目孵化经验及产业投资经验得1分，满分1分。
	提供拟派遣人员学历证书、聘书、专业证书（如相关专业毕业证、从业证等）复印件、从业时间等资料加盖公章
	10分
	
	
	

	2
	团队成员配置评分
	备注：项目经验及从业经验需提供合同内服务内容或中标通知书扫描件。

2、拟投入项目其他人员：（满分5分）

（1）拟投入项目其他人员专业涵盖规划相关专业、电子相关专业、材料学、经济学相关专业，以上所有专业齐全得3分，缺少其中1个专业得2分，缺少其中2个专业得1分，其余不得分；

（2）拟投入项目组成员≥5人，具备3年以上半导体/集成电路相关行业从业经验且自2020年1月1日起，具备半导体/集成电路产业研究或半导体/集成电路项目尽职调查等经验的，满足条件的得2分；5人＞拟投入项目组成员≥3人，具有具备3年以上半导体/集成电路相关行业从业经验，满足条件的得1分，其余不得分。

备注：拟投入本项目的人员必须为投标单位的在职人员，需在投标文件中提交公司出具的相应盖公章证明材料，不允许外聘或返聘。
	提供拟派遣人员学历证书、聘书、专业证书（如相关专业毕业证、从业证等）复印件、从业时间等资料加盖公章
	
	
	
	

	3
	行业研究报告发布能力及专业性行业展会、研讨会举办能力
	自2020年1月1日至本项目公告截止日期，投标人曾采取多种方式展示自身专业能力，包括不限于：
1.为市区级政府撰写半导体与集成电路产业研究报告，每篇得1分，满分5分；

2.发布半导体与集成电路产业研究文章及新闻，并被社交媒体、行业协会、期刊杂志转发及引用，每篇得1分，满分5分

3.成功举办专业性行业展会、发布会、专业研讨会，成功举办1场得1分，满分5分。
	
	15
	
	
	

	4
	响应文件编制质量
	1、响应文件有缺漏项或出现前后不一致但未导致实质性偏离的；

2、响应文件资料扫描不清晰的；

3、响应文件未按节点编排的。

以上情况每出现一种扣1分，最低0分。无上述情况本项得5分。


	提供完整投标文件，专家评审
	5
	
	
	

	5
	技术服务方案评审
	对本项目工作内容的理解是否全面、准确进行横向比较评分：

评优得35～26分，良得25～16分，中得15～11分，差得10～0分。

打分参考：综合评审服务方案中对我单位服务需求及配套需求进行任务分解情况、技术服务团队工作职责及运作安排情况、各项过程技术服务成果质量把控能力、过程资料及档案管理、其他相关事宜。
	提供技术服务方案，并加盖公章
	35分
	
	
	

	6
	报价

得分
	符合要求且最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。

其他响应承包商的价格分统一按照 报价得分=(基准价/响应报价)×100×0.2计算。
	提供响应报价，并加盖公章
	20分
	
	
	

	合计
	100分
	
	
	

	拟推荐成交候选供应商（原则推荐评审综合得分最高的单位）
	
	
	
	


备注：1.各项评审打分按照四舍五入，小数点后保留2位进行计算；

      2.若出现拟推荐成交候选供应商票数相同的情况，以未推荐上述单位的评审专家对并列第一的候选供应商既定打分排序作为最终选定依据。
3

